
证券代码：001270                                            证券简称：铖昌科技           

浙江铖昌科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：20241029 

投资者关系活动

类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他（请文字说明其他活动内容） 

活动参与单位 

百年保险资管、平安基金、鹏华基金、华泰柏瑞、银河基

金、诺安基金、财通自营、德邦基金、景和资产、兴全基

金、兴全基金、国盛证券、兴业证券、国联证券、中庚基

金、中大投资、天戈投资、中亿投资、正圆投资、钛禾资

本、汐泰投资。 

上市公司接待人

员姓名 

副总经理、财务总监：张宏伟 

副总经理、董事会秘书：赵小婷 

证券事务代表：朱峻瑶 

时间 2024 年 10 月 29 日 

地点 会议室 

形式 现场调研 

交流内容及具体

问答记录 

一、公司基本情况简介 

2024 年三季度经营情况介绍： 

因受下游用户需求计划的影响，2024 上半年公司交付

项目产品进度较慢，前三季度营收规模也受到影响波动较

大。公司 2024 年前三季度实现营业收入 10,043.24 万元，

较上年同期下降 7,041.93 万元，同比下降 41.22%。目前下

游用户需求已处于恢复状态，价格体系也在逐步趋于稳定。

公司积极备货及交付，已在争取加快进度完成各领域项目



的生产交付。公司 2024 年第三季度实现营业收入 2,861.33

万元，较上年同期增加 2,303.65 万元，同比增加 413.08%。

因受营业收入规模较小、股权激励股份支付费用计提及研

发投入增加的影响，2024 年第三季度实现净利润-724.96 万

元，但较上年同期-1,222.98 万元实现增长 40.72%。 

根据客户生产计划要求，公司 2024 年生产交付任务主

要集中于下半年，公司管理层以及整个团队一方面将全力

推进各项目交付的进度，另外一方面公司应收账款金额较

高，主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，安全

性相对较高，公司在积极持续与客户充分沟通回款，以减

少计提对净利润的影响。2024 年前三季度营收及净利润虽

短期承压，公司已在积极跟进和响应下游的项目进展及配

套需求，促进公司经营目标的实现。 

二、问答环节 

1、请介绍下公司前三季度交付项目的情况？ 

答：前三季度公司产品主要批量交付于星载、机载、

地面相控阵雷达及卫星通信等领域。公司在星载领域具有

深厚的技术积累和项目配套优势，一直不断拓展在星载领

域产品应用的卫星型号数量，参与的多个研制项目陆续进

入量产阶段。机载领域产品主要以机载通信应用的相控阵

天线 T/R 芯片为主，已与客户形成深度的合作配套关系，

有效的推进了项目进度，机载领域相控阵 T/R 芯片产品成

为公司主要营收部分之一。地面领域产品受到下游客户需

求影响较多，交付规模较上年有所下降，随着客户需求计

划的恢复，项目己在逐步批产阶段。 

公司将继续加大市场开发与新领域拓展力度，利用公

司的技术和服务优势，不断拓展产品在各类装备中的应用。 

2、报告期内公司计提的信用减值损失有所回转，请详



细说明？ 

答：因下游回款周期时间较长、应收账款的账龄有所

增加，公司 2024 上半年计提的信用减值损失相对较高。公

司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客

户，应收账款安全性相对较高。公司 2024 年前三季度计提

信用减值损失及资产减值损失金额为 2,046.26 万元，三季

度较上半年已转回 849.88 万元。公司将应收账款回款工作

作为年度重点工作之一，积极持续与客户充分沟通回款。 

3、公司产品所处行业技术前瞻性如何？ 

答：相控阵天线体制装备在频宽、信号处理和冗余设

计上都比传统无源及机械扫描天线体制具有较大的优势，

这使得基于相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当

前及未来先进无线系统的主流发展方向。 

公司在相控阵 T/R 芯片领域深耕多年，是国内少数能

够提供 T/R 芯片完整解决方案的企业之一，产品已批量应

用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。公

司将会继续加大研发投入，满足客户产品高频化、高集成

度、轻量化、多功能化的技术需求，并布局行业性前瞻技

术研究，保持公司产品先进性水平。 

4、公司在卫星通信领域布局较早，请问情况及进展如

何？ 

答：公司在星载领域具备核心技术创新优势，在行业

中领先推出卫星通信相控阵 T/R 芯片全套解决方案，领先

进入了主要客户核心供应商名录，卫星通信相控阵 T/R 芯

片产品自 2022 年起批量生产并持续交付中。报告期内，公

司与科研院所及相关优势企业合作关系紧密，持续进行卫

星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，为后续的计划做技

术开发储备。 



5、公司近年来研发投入规模逐步增大，请问在哪些方

向？ 

答：公司注重自主创新及核心技术能力的提升，研发

费用逐年提升。研发投入的布局上主要分为两个方面，一

方面结合客户对芯片产品的功能和性能等需求，依托积累

的技术与经验，承担多领域新装备研发需求，不断提升性

能、保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供

更全面、完整的产品解决方案。 

另一方面公司坚持技术引领方向，重点把握市场发展

趋势，在前瞻性技术应用领域进行布局。公司研发团队已

完成 C、X、Ku、K、Ka、W 等波段以及超宽带多通道、

多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品，并完

成相配套的系列化射频前端套片开发，形成了覆盖多种应

用场景完备的高集成度、低成本核心解决方案。公司将进

一步提高产品的竞争力并为下游客户提升产品性能助力。 

6、请介绍一下公司产品技术特点？ 

答：作为国内从事相控阵 T/R 芯片研制的主要企业，

公司产品涵盖整个固态微波产品链，主要产品分为功率放

大器芯片、低噪声放大器芯片、收发前端芯片、幅相控制

芯片和无源类芯片五类，具体产品包括 GaAs/GaN 功率放

大器芯片、GaAs 低噪声放大器芯片、GaAs 收发前端芯片、

收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形

芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、

限幅器芯片等。 

公司产品的工艺制程属于成熟制程范围，能够提供各

典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。通

过高精度测试及模型修正、可靠性提升及试验验证等技术



手段，公司所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠

性、低成本及高易用性等特点。 

7、SIP封装、微系统封装的发展会对公司产品产生影

响吗？ 

答：公司主营产品相控阵 T/R 套片作为射频前端芯片，

在相控阵体制的雷达、天线等装备中是核心元器件之一，

具有重要作用。SIP、微系统等属于公司下游用户的一种封

装形式。 

8、公司一直在拓展产品应用领域，今年在机载领域有

所起量，进展情况如何？ 

答：公司前期布局了各领域多个项目。自今年起机载

领域项目进展可观，套片已经用户系统验证并已开始在多

个型号装备中陆续进入量产阶段，下游用户有着持续量产

需求，机载领域 T/R 芯片产品已成为公司主要营收部分之

一。目前公司已在积极备货积极生产交付中。公司将继续

拓展下游应用领域，扩大产品在多领域的市场份额。 

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明 

无 

活动过程中所使

用的演示文稿、

提供的文档等附

件（如有，可作为

附件） 

无 

 


